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@ Verfahren zur Montage etnes CCD-Gehauses sowie CCD-Gehausekonstruktion 

^) Es wird ein Verfahren zur Montage eines CCD-Gehauses 
unter Anwendung eines Folienbondverfahrens angegeben. 
Das Verfahren umfafit die folgenden Schritte: Berettstellen 
einer zum Foiienbonden geetgneten Folie mit au&eren und 
inneren Zuleitungen und Chipbondpaddeln. Bondan eines 
Chips auf die Paddei und anschlle^ndes Bonden von freien 
Enden der inneren Zuleitungen auf Bondinsein des Chips 
sowie Verbinden der inneren und der auBeren Zuleitungen 
durch Isolationen. Ferner wird auf die Oberflachenteile der 
inneren Zuleitungen, die' unmittelbar uber dem Chip tiegen, 
ein Glasefement aufgebracht. Somit warden Gehause mit 
geringem Gewicht und einfacher Laminatstruktur erhalten, 
was es ermdglicht, Produkte in vorteilhafter Weise konr>pakt 
zu gestalten. Auderdem ist das Verfahren vereinfacht, 
wodurch die Produktausbeute erhdht wird. 
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Beschreibung 

Die Erfmdung betriffl ein Verfahren zur Montage 
eines CCD-Gehauses (CCD= Ladungsspeicherbau- 
stein) sowie die Konstruktion eines CCD-Geh^uses. 

Im allgemeinen werden konventionell eingesetzte 
CCD-Gehause im wesentlichen in Kunststoff- und Ke- 
ramikgehsLuse unterteiit 

Nachstehend wird unter Bezugnahme auf die 
Fig. 6a — 6d zuerst ein Verfahren zur Montage eines Ke- 
ramikgehkuses beschrieben. 

Im Hinblick auf ihren Aufbau sind Keramikgehause 
im wesentlichen in Dual*in-line-Gehause aus Keramik 
und Mehrschichtgehlluse klassifiziert 

Im vorliegenden Fall wird das Verfahren nur in Ver- 
bindung mil der Montage eines Mehrschicht-Keramik- 
gehauses beschrieben. 

Zuerst werden mehrere Flachenkdrper bzw. Folien 
hergestellt unter Einsatz eines Pulvers, das durch Ver- 
mischen einer AbOa-Verbindung mit bestimmten Zu- 
satzstoffen erhalten wird. Auf den jeweiligen Flachen- 
korpem werden Strukturen gebildet die in entspre- 
chenden Schichten eines herzustellenden Geh&uses ver- 
wendet werden sollen. Gemelnsam mit einem vorher 
praparierten Leiterrahmen werden die Fl&chenkdrper 
iibereinander angeordnet und dann gemeinsam ge- 
brannt oder gesintert unter Bildung eines GehSuses 1 
mit einer gewQnschten Form, wie Fig. la zeigL 

Das Keramikgeh&use 1 von Fig. 6a hat einen Aufbau 
mit drei Schichten, und zwar einer unteren Schicht 2, 
einer mittleren Schicht 3 und einer oberen Schicht 4. 
Selbstverst&ndlich kann das ICeramikgehduse 1 auch 
mehr Schichten aufweisen. 

Bei der Bildung von Strukturen auf jeweiligen Schich- 
ten werden auch metallische Kontaktflachen von Lei- 
tern gebildet, die durch Drahtbonden mit Bondinseln 
eines Chips verb und en werden. 

Die weiteren Vorgange sind die gleichen wie bei der 
Montage des Kunststoffgeh^uses. 

Dabei wird das Drahtbonden durchgefuhrt, bei dem 
ein Chip 5 auf einer Kontaktflache eines an dem Kera- 
mikgehause 1 festgelegten Leiterrahmens (nicht ge* 
zeigt) befestigt wird, wie Fig. 6b zeigt Dann wird jeder 
Draht 6 an seinen beiden Enden durch Bonden mit dem 
Chip 5 und der entsprechenden Zuleitung kontaktiert, 
so daQ sie miteinander verbunden sind, wie Fig. 6c zeigt 
Urn den offenen Teil des Gehauses 1 abzudecken, wird 
dann eine Glasschicht 7 gebildet, wie Fig. 6d zeigt Die 
Glasschicht 7 lafit Licht auf einen Lichtempfangsbereich 
eines CCD-Elements durch. 

Fig. 6a zeigt den Aufbau des schlieBlich erhaltenen 
Gehauses, das Stufenform hat 

Nachstehend wird unter Bezugnahme auf die 
Fig. 2a— 2g ein Verfahren zur Montage eines hohlen 
Kunststoffgehduses beschrieben. 

Eine Halbleiterscheibe 8 wird zertreiint und in einzel- 
ne Chips 9 unterteiit wie Fig. 2a zeigt Der Trennvor- 
gang umfaBt ein chemisches Verfahren unter Einsatz 
von Essigs^ure oder FluoressigsSure und ein Ritzver- 
fahren unter Anwendung eines Diamantritzwerkzeugs. 

Danach wird das Drahtbonden durchgefuhrt um den 
Chip 9 auf einem Paddel 1 1 eines vorher hergestellten 
Leiterrahmens 10 zu befestigen. 

In den Zeichnungen sind mit 12 Seitenschienen, mit 13 
Zuleitungen mit jeweils einer inneren Zuleitung 13a und 
einer auSeren Zuleitung 13b. mit 14 Abstandshalter, mit 
15 Statzstege und mit 16 Arretieroffnungen bezeichnet 

Zum Drahtbonden wird ein nachstehend beschriebe- 
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nes Verfahren mit einer eutektischen Legierung ange- 
wandt 

Zuerst wird das Paddel 1 1 mit einem dunnen Oberzug 
einer Gold -Antimon- Legierung versehen. Wenn der 
5 Chip 9 auf der aufgebrachten G Id-Antimon-Legie- 
rungsschicht angeordnet ist wird das Paddel 11 aufge- 
heizt Durch diese Warmebehandlung wird die Gold- 
Antimon- Legierung eutektisch mit dem Siliziummateri- 
al des Chips 9 verschweiOt Die Aufheiztemperatur kann 
10 bis zu ca. 300 — 400'* C betragen, sie ist jedoch in Abhan- 
gigkeit von der Art der eingesetzten Ldtmaterialien ver- 
anderlich. Um eine Oxidierung des Chips 9 oder des 
Paddels 11 bei der genannten hohen Temperatur zu 
verhindem, wird die Warmebehandlung im allgemeinen 
15 in einer Schutzgasatmosphare, beispielsweise unter 
Stickstof f, durchgefuhrt 

Im Qbrigen kann ein Verfahren unter Einsatz eines 
leitfahigen Klebstoffs auf Epoxidbasis, ein Ldtverfahren 
mit einem konventionellen Pb-Sn-Lot oder ein Glasver- 
20 fahren angewandt werden. Bei dem Glasverfahren wird 
Glasiot auf einem Substrat angeordnet und bei ca. 
500-600**C zum Schmelzen gebracht Auf das ge- 
schmolzene Glasiot wird ein keramisches Chipgehause 
durch Druck gebondet 
25 Danach wird ein Drahtbondverfahren durchgefuhrt 
um Bondinseln 17 mit Zuleitungen 13 des Leiterrahmens 
10 Qber Drahte zu verbindea 

Im allgemeinen ist das fflr die Drahte verwendete 
Material Aluminium oder Gold. Als Drahtbondverfah- 
30 ren kann Thermokompressionsbonden. Ultraschall- 
schweiBen. ein Ldtverfahren, ein Laserverfahren oder 
ein Elektronenstrahlverfahren angewandt werden. Hin- 
sichtlich der Anwendung in der Praxis werden das Ther- 
mokompressionsbonden und das UltraschallschweiBen 
35 bevorzugt 

Nach Fig. 2d sind an den Oberflachenbereichen des 
drahtgebondeten Chips 9 Fuhrungsbldcke 18 gebildet, 
die beiden Seiten des Lichtempfangsbereichs entspre- 
chen. Auf den FUhningsbldcken 18 ist ein Glas 19 gehal- 
40 ten. 

Der Leiterrahmen 10, an dem das Chip- und das 
Drahtbonden durchgefuhrt wurden, wird in eine vorher 
bereitgestellte Form gelegt, wie Fig. 2e zeigt Dann wird 
eine Epoxidformmasse in die Form geleitet und ein 
45 GieBvorgang wird fQr die Konstruktion mit Ausnahme 
desjenigen Teils, an dem das Glas 19 vorgesehen ist, 
durchgefuhrt So wird ein hohles KunststoffgehSuse 20 
geformt 

Nach Fig. 2f wird dann ein Schneidvorgang durchge- 
50 fuhrt, um jeweils zwischen der inneren Zuleitung 13a 
und der auOeren Zuleitung 13b jeder Zuleitung 13 gebil- 
dete Abstandshalter 14 zu entfernen, so daQ zwischen 
benachbarten Zuleitungen 13 des Leiterrahmens 10 ein 
jeweils gleicher Abstand aufrechterhalten wird. Dann 
55 wird ein Formvorgang durchgefOhrt um auBeren Zulei- 
tungen 9b eine bestimmte Form zu geben. 

Durch den Formvorgang erhalten die auQeren Zulei- 
tungen 13b Mdvenflugelform oder J-Form. 

Die oben beschriebenen konventionellen Verfahren 
60 weisen jedoch die folgenden Nachteile auf: Erstens sind 
nach den beiden konventionellen Verfahren hergestellte 
Gehause schwer und voluminds, so daB sie bei Verwen- 
dung in Camcordem und photograph ischen {Cameras, 
die CCD-Elemente bendtigen, viel Platz im Innenraum 
65 von Produkten einnehmen, wodurch die Kompaktheit 
der Produkte beeintrachtigt wird. 

Zweitens sind die Herstellungskosten der Keramik- 
gehause hoch. wodtu-ch die Konkurrenzfahigkeit der 
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Produkte in bezug auf die Preise geschw&cht wird 

Drittens wird im Fall eines hohlen Kunststoffgeh^u- 
ses ein Glas auf einen Chip gelegt, und zwar uber am 
Chip vorgesehene FUhrungsblOcke, wonach die Kon- 
struktion mil Ausnahme desjenigen Teils. an dem das 
Glas angeordnet ist. umgossen wird Infolgedessen be- 
steht die Gefahr, daB das Glas aus seiner Lage verscho- 
ben wird, wodurch die Produktgflte und die Produktivi- 
tat beeinirachtigt werden. 

Aufgabe der Erfindung ist daher die Oberwindung 
der beim Stand der Technik auf tretenden Nachteile und 
die Bereitstellung eines Verfahrens zur Montage eines 
CCD-Gehauses unter Anwendung einer fiir ein Folien- 
bondverfahren geeigneten Folie mit einem Paddel zum 
Befestigen eines Chips und mit Zuleitungen, so daB Ge- 
hause mit geringem Gewicht mit einfacher Laminats- 
truktur erhalten werden, wodurch die Herstellungsko- 
sten gesenkt und der Montagevorgang vereinfacht wer- 
den konnen. 

Gem&C einem Aspekt der Erfindung ist ein Verfahren 
zur Montage eines CCD-Geh^uses angegeben unter 
Anwendung einer fiir ein automatisches Folienbondver- 
fahren geeigneten Folte mit einer Vielzahl von Zuleitun- 
gen und einer Vielzahl von Paddeln zum Chipbonden, 
wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist: Bon- 
den eines Chips auf die Paddel; Bilden von BondhQgeln 
an jeweiligen inneren Enden der Zuleitungen von Bond- 
inseln des Chips; Aufbringen der BondhUgel auf die 
Bondinsein des Chips und Thermokompressionsbonden 
derselben; Abdecken der OberflSU:hen jeweiliger inne- 
rer Enden der Zuleitungen mit einer Glasabdeckung, urn 
den oberen Teit des Chips vollstandig abzudecken; Bil- 
den einer Lichtabschirmschicht, deren beide Render an 
bestimmten Bereichen von entsprechenden auBeren Zu- 
leitungen unter dem Chip befestigt sind. 

GemiB einem weiteren Aspekt der Erfindung wird 
eine CCD-GehMusekonstruktion angegeben, die auf- 
weist: eine Vielzahl von inneren Zuleitungen und von 
diesen jeweils entsprechenden und damit verbundenen 
auBeren Zuleitungen; einen Chip, der Bondinsein auf- 
weist, mit denen die Unterseiten jeweiliger freier Enden 
der inneren Zuleitungen verbunden sind; eine auf ent- 
sprechenden Oberflachenteilen der inneren Zuleitun- 
gen, die unmittetbar uber dem Chip positioniert sind, 
befestigte Glasabdeckung; und eine Lichtabschirmplat- 
te, deren Rander an jeweiligen Unterseiten der AuBeren 
Zuleitungen unter dem Chip befestigt sind 

Die Erfindung wird nachstehend auch hinsichtlich 
weiterer Merkmale und Vorteile anhand der Beschrei- 
bung von Ausfuhrungsbeispielen und unter Bezugnah* 
me auf die beiliegenden Zeichnungen ndher erl^uterL 
Die Zeichnungen zeigen in: 

Fig. 6a bis 6e Verfahren zur Montage eines Keramik- 
gehauses fur CCD-Elemente gemaB dem Stand der 
Technik; 

Fig. 2a bis 2g Verfahren zur Montage eines hohlen 
FCunststoffgehauses fOr CCD-Elemente gemSlB dem 
Stand der Technik; 

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine fur ein automatisches 
Folienbondverfahren geeignete Folie; 

Fig. 4 eine schematische Darstellung, die ein Beispiel 
eines konventionellen automatischen Folienbondver- 
fahrens zeigt; 

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines weiteren 
Beispiels eines konventionellen automatischen Folien- 
bondverfahrens; und 

Fig. 1 eine Darstellung eines CCD-Gehause-Monta- 
geverfahrens gemaB der Erfindung. 
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Vor der Erlauterung der Erfindung soil ein automati- 
sches Folienbondverfahren unter Anwendung einer Fo- 
lic beschrieben werden. 

Das automatische Folienbondverfahren unterschei- 
5 det sich grundlegend vom Drahtbondverfahren, bei dem 
Drahte zum Verbinden von Chips und Zuleitungen ver- 
wendet werden. Beim automatischen Folienbondverfah- 
ren wird im wesentlichen eine Folie bendtigt. die vorher 
entsprechend den Kundenspezifikationen hergestellt 
10 und mit einem Chipbefestigungspaddel und Zuleitungen 
versehen wird. 

Ein Beispiel von Folien fur das automatische Folien- 
bondverfahren ist in Fig. 3 gezeigt 

Dabei bezeichnet 21 auBere Zuleitungen, 23 auBere 
15 Zuleitungsfenster, 24 innere Zuleitungsfenster, 25 ein 
Paddel zum Befestigen eines Chips und 26 einen Folien- 
trager. 

Die auBeren und inneren Zuleitungen 22 und 23 be- 
stehen aus verzinnten Kupferfolien. Dagegen besteht 
20 der Folientrager 26 aus Polyimid oder Glasepoxid. 

In Verbindung mit Fig. 4 soli nun ein automatisches 
Folienbondverfahren gemafi einem AusfOhrungsbei- 
spiel der Erfindung erlautert werden. 

Zuerst wird ein Chip 27 hergestellt, der auf seiner 
25 Oberflache Bondinsein 29 beispielsweise aus Aluminium 
tragt, die jeweils von Schutzuberziigen 2S umgeben 
sind. Auf der Bondinsel 29 wird eine intermetallische 
Verbindung 30 gebildet Auf dieser wird ein BondhOgel 
31 etwa aus Gold oder Blei/Zinn gebildet Dann werden 
30 innere Zuleitungen 22 der Folie auf dem Bondhugel 31 
angeordnet imd mit dem Chip 27 mit Hilfe eines Ther- 
mokompressionsbondgerates verbunden. 

Fig. 5 zeigt ein weiteres automatisches Folienbond- 
verfahren gemafi einem anderen AusfQhrungsbeispiel 
35 derErfmdung. 

Zuerst wird ein Glaskdrper 32 hergestellt, und dann 
werden darauf BondhQgel 31 so gebildet, daB ihre An- 
ordnung derjenigen von Bondinsein 29 auf dem Chip 27 
entspricht (Fig. 5a). 
40 Danach werden die gebildeten Bondhugel 31 auf die 
Unterseiten von jeweiligen freien Enden von inneren 
Zuleitungen 22 gemaB Fig. 3 ubertragen und daran be- 
festigt, wie Fig. 5b zeigt, die die inneren Zuleitungen 22 
in umgekehrter Stellung zeigt 
45 Danach werden die an den inneren Zuleitungen 22 
befestigten Bondh0gel31 auf die entsprechenden Bond- 
insein 29 des Chips 27 aufgebracht .und unter Anwen- 
dung eines Thermokompressionsbondgerates thermo- 
kompressionsgebondet unter Herstellung der Verbin- 
50 dungen zwischen den inneren Zuleitungen 22 und dem 
jeweiligen Chip 27. 

Der oben beschriebene Vorgang wird als automati- 
sches Folienbondverfahren mit Bondhugeltibertragung 
bezeichnet 

55 Das Verfahren nach der Erfindung wird nun unter 
Bezugnahme auf die Fig. 1 a - If im einzelnen erlautert 

Zuerst wird eine zum automatischen Folienbonden 
geeignete Folie mit gewunschter Struktur hergestellt 
Die Beschreibung der diversen Telle der Folie entfailt. 
60 da sie eingangs im einzelnen beschrieben wurden. 

Nach Fig. lb werden an den Unterseiten von jeweili- 
gen inneren Enden von inneren Zuleitungen 22 der Folie 
Bondhugel 31 aus Gold gebildet Die Bondhugel 31 wer- 
den auf die entsprechenden Bondinsein 29 des Chips 27 
65 gelegt und dann thermokompressionsgebondet so daB 
die Verbindung zwischen den inneren Zuleitungen 22 
und dem Chip 27 hergestellt wird. Auch dieser Vorgang 
wurde bereits im einzelnen erlautert 
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Dann wird am unteren Teil des Chips 27 etne Uchtab- 
schirmplatte 33 angebracht (Fig. Ic). Beide Render K 
der Lichtabschirmplatte 33 sind so bearbeitet, daB sie 
jeweils ebene Fl^chen aufweisen, so daB die Lichtab- 
schirmplatte 33 an den Unterseiten von jeweiligen au- 5 
Beren Enden von auBeren Zuleitungen 22 festgelegt 
werden kann. 

Fig. Id zeigt ein weiteres Ausfiihruagsbeispiel, das 
von demjenigen nach Fig. Ic verschieden ist. 

Dabei werden innere Zuleitungen 22 der Folic zuerst 10 
von auBeren Zuleitungen 21 getrennt Dann werden die 
inneren Zuleitungen 22 mit Bondinseln 29 des Chips 27 
uber Bondhugel 31 in gleicher Weise wie in Fig. lb ver- 
btmden. 

An der AuBenseite jeder inneren Zuieitung 22 wird 15 
dann eine Isolation 34 mit einem Durchkontaktloch 35 
gebildet Die Durchkontaktldcher 35 werden mit Leiter- 
material ausgeftiUt» so daB auBere Zuleitungen 21, die 
von inneren Zuleitungen 22 getrennt sind« mit den inne- 
ren Zuleitungen 22 uber das Leitermaterial in den 20 
Durchkontaktldchern 35 verbindbar sind 

Danach wird eine Lichtabschirmplatte 33 unter dem 
Chip 27 vorgesehen und dient als Abschirmung gegen 
Licht, das von oben in den Chip 27 gelangt Beide Ran- 
der der Lichtabsdiirmplatte 33 werden an den Untersei- 2s 
ten jeweiliger AuBenenden der Isolationen 34 dauerhaft 
befestigt. 

Nach Fig. le wird eine Glasabdeckung 36 auf ent- 
sprechenden Oberflachenteilen von inneren Zuleitun- 
gen 22 angeordnet, die unmittelbar uber dem Chip 27 30 
liegen, und daran befestigt Bei dieser Anordnung liegt 
der Lichtempfangsbereich des Chips 27 nahe der Glas- 
abdeckung 36. 

Danach wird ein Formvorgang durchgefuhrt, um den 
auBeren Zuleitungen 21 eine bestimmte Form zu geben 35 
(Fig. If). Durch den Formvorgang kdnnen die AuBeren 
Zuleitungen Movenflugelform oder J-Form erhalten. 
Damit ist das Verfahren zur Montage eines CCD-Ge- 
hSuses abgeschlossen. 

Wie aus der obigen Beschreibung ersichtlich ist, hat 40 
das Verfahren nach der Erfindung die folgenden vorteil- 
haften Auswirkungen: Erstens kdnnen Geh^use mit ge- 
ringem Gewicht und einfacher Laminatstruktur erhal- 
ten werden, da das Verfahren nach der Erfindung ein 
automatisches Folienbondverfahren anwendet, das la- 45 
minierte Fplien mit einer Vielzahl von Zuleitungen und 
chipgebondeten Paddeln verwendet Infolgedessen neh- 
men die Gehause im Inneren von Produkten wenig 
Raum ein, wenn sie z. B. in Kamerarekordern und pho- 
tographischen Kameras mit CCD-Elementen verwen- 50 
det werden, wodurch die Erzeugnisse in vorteilhafter 
Weise kompakt gestaltet werden kdnnen. 

Zweitens wird die Haftung zwischen dem Chip und 
den inneren Zuleitungen dadurch verbessert, daB diese 
Zuleitungen unter Anwendung des automatischen Fo- 55 
Henbondverfahrens befestigt sind, ohne daB ein Draht- 
bondvorgang stattfindet, der fur die Herstellung von 
konventionellen Keramikgeh^usen und hohlen Kunst- 
stoffgehausen angewandt wird Infolgedessen kann 
^ nicht nur die AusschuBrate herabgesetzt, sondem auch so 
die elektrische Leitfahigkeit und das Wlrmeemissions- 
vermdgen verbessert werden. 

Drittens ist das Verfahren dadurch vereinfacht, daB 
ein Formvorgang und ein Drahtbondvorgang, die bisher 
bei der Herstellung von Gehausen notwendig waren, 65 
entfallen, wodurch die Herstellungskosten gesenkt wer- 
den kdnnen. 

Viertens befindet sich der Lichtempfangsbereich des 
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Chips nahe der Glasabdeckung, weil diese nicht an dem 
Gehsluse, sondem auf den inneren Zuleitungen gebildet 
ist. Somit werden der Lichtempfangs-Wirkungsgrad und 
damit das Betriebsverhalten von CCD-Elementen ver- 
bessert 

Patentansprfiche 

1. Verfahren zur Montage eines CCD-GehsLuses, 
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrens- 

schritte: 

Bereitstellen einer Folic zum automatischen Fo- 
lienbonden mit einer Vielzahl von auBeren und in- 
neren Zuleitungen sowie einer Vielzahl von Chip- 
bondpaddeln; 

Bonden eines Chips auf die Paddel und anschlie- 
Bendes Bonden der Unterseiten jeweiliger freier 
Enden der inneren Zuleitungen auf Bondinseln des 
Chips; 

Bilden einer Lichtabschirmschicht. deren beide 
Render an bestimmten Bereichen jeweiliger ^uBe- 
rer Zuleitungen unter dem Chip befestigt sind; 
Befestigen eines Glaselements an jeweiligen Ober- 
fl^henteilen der inneren Zuleitungen, die unmittel- 
bar uber dem Chip liegen; und 
Durchf&hren eines Schneidvorgangs zum Entfer- 
nen von Abstandshaltern und eines Formvorgangs 
zum Formen der SluBeren Zuleitungen zu bestimm- 
ter Konfiguration. 

2. Verfahren nach Anspruch 1. gekennzeichnet 
durch die weiteren Verfahrensschritte: 
Trennen der ftuBeren von den inneren Zuleitungen, 
wobei dieser Schntt den Schritt des Formens einer 
Lichtabschirmschicht ersetzt; 
Bilden von Isolationen zwischen jeweiligen inneren 
und entsprechenden Slufieren Zuleitungen, wobei 
Jede Isolation ein mit Leitermaterial ausgefulltes 
Durchkontaktloch aufweist; und 
Bilden einer Lichtabschirmschicht, deren beide 
Kinder an entsprechenden Unterseiten der Isola- 
tionen unter dem Chip k>efestigt sind 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Glas so geformt ist, daB es die 
gleiche Flache wie der Chip hat 

4. CCD-Gehdusekonstruktion, gekennzeichnet 
durch 

eine Vielzahl von inneren Zuleitungen (22) und von 
diesen entsprechenden und damit verbundenen au- 
Beren Zuleitungen (21); 

einen Chip (27) mit Bondinseln (29), mit denen die 
Unterseiten von entsprechenden freien Enden der 
inneren Zuleitungen (22) verbunden sind; 
eine Glasabdeckung (36), die auf entsprechenden 
Oberflachenteilen der inneren Zuleitungen (22), die 
unmittelbar Ober dem Chip (27) liegen, befestigt 
sind; und 

eine Lichtabschirmplatte (33X die Rander (K) auf- 
weist, die an entsprechenden Unterseiten der auBe- 
ren Zuleitungen (21) unter dem Chip (27) befestigt 
sind 

5. CCD-Gehiusekonstruktion nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, 

daB die AuBeren Zuleitungen (21) von den inneren 
Zuleitungen (22) getrennt und damit durch Isolatio- 
nen (34) verbunden sind die jeweils ein mit Leiter- 
material ausgefulltes Durchkontaktloch (35) haben, 
und 

daB die R&nder (iC) der Lichtabschirmplatte (33) an 
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entsprechenden Unterseiten der Isolationen (34) 
befestigt sind 
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